Proauktion

Projective capacitive Touchscreens haben die Medizinbranche erobert

Durch die Weiterentwicklung der
Funktionalitat, wie Bedienung mit
Handschuhen oder unter Einfluss
(leitender) Flussigkeiten sowie der
Méglichkeit, Touchscreens durch
Optical Bonding zu veredeln, fin-
den sich immer mehr PCAP Touch-
Monitore am PoC und in anderen
medizinischen Bereichen. Herstel-
lerseitig werden TFT-Displays aber
nur selten (mit einer Toucheinheit)
gebondet angeboten. Griinde dafir
liegen in den erhohten Kosten und
in der Diversitat der Anforderun-
gen in medizinischen Applikationen.

Bonding

steht fur die Verbindung von
Gerate-Komponenten mittels eines
optischen, transparenten Klebers,
dessen Brechungsindex, dem der
zu klebenden Medien entspricht.
Man unterscheidet dabei das Bon-
ding zwischen Coverglas und PCAP-
Touch sowie des TFTs. Durch Bon-
ding werden stdrende Reflexionen
minimiert, das kapazitive Touch-
feld nicht gedampft und dadurch
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eine hohere Stabilitdt gegen Stor-
einflisse erreicht. Auch kann kein
Staub zwischen PCAP-Sensor und
Glas eindringen. Auf Grund des
zunehmenden Bedarfs an medizi-
nischen PCAP-Lésungen mit kun-
denspezifischer Glasoberflache
wird das Angebot immer weiter
ausgebaut und die Qualitatsstan-
dards optimiert.

Optical Bonding
Methoden

LOCA (liquid optical clear
adhesive) Bonding

Dieses gangige Verfahren ist
flexibel und theoretisch in allen Gro-
Ren einsetzbar. Der Flissigkleber
eignet sich flr Hard-to-Hard Ver-
bindungen und wird tiber UV-Licht
ausgehartet. In erster Linie dient
der LOCA-Kleber zur Verbindung
von Coverglasern mit glasbasie-
renden Sensoren und zur Verkle-
bung von Industrie-TFT-Displays
mit Metallrahmen (Bezel) mit einem
Coverglas (mit oder ohne Touch).
Die einzelnen Komponenten wer-
den dabei nicht durch hohe Tem-
peraturen und Druck beim Aus-
harten belastet. Produktionsbe-
dingte Unebenheiten der einzelnen
Komponenten (z. B. im Coverglas)
und Héhenunterschiede des Metall
Bezels bei TFTs gleicht der silikon-
freie LOCA Kleber aus.

OCA (optical clear adhesive)
Bonding

Das sogenannte Trockenverkle-
ben oder OCA-Rolllamination wird
zum Aufbringen des Folientouch-
sensors auf das Deckglas (Hard-
to-Soft) angewendet. Hier wird
das Top-OCA des Touchsensors
verwendet, sodass kein zusatz-
licher Bondingkleber notwendig ist
und im Anschluss mittels Autoklav
ausgehartet. Innerhalb der realisier-
baren Diagonalen bietet OCA-Bon-
ding den Vorteil, kostenoptimiert und
schnell Projekte umsetzen zu kon-
nen. Die Varianz der Coverglasge-
staltung in Hinblick auf Bedruckung
und Hartung ist limitiert, da die Kle-
beschicht auf den Touchsensor nur
begrenzt einen Héhenunterschied
ausgleichen kann. TFTs lassen sich

mit diesen Verfahren nicht bonden
bzw. laminieren.

AirGap Bonding

Diese Methode wurde bereits bei
resistiven Touchsensoren ange-
wandt und ist der Vorreiter der Ver-
klebungstechnologie. Im Unter-
schied zur vollflachigen LOCA-Ver-
klebung wird beim AirGap Bonding
auf dem TFT-Rahmen umlaufend
ein doppelseitiges Klebeband auf-
gebracht, das TFT und Touch oder
Glas miteinander verbindet. Dabei
bleibt eine Luftschicht zwischen den
beiden Komponenten erhalten. Die
beim Lichteinfall vorhandenen Refle-
xionen an den Ober- und Untersei-
ten der einzelnen Komponenten
kdnnen jedoch den optischen Ein-
druck des Displays verschlechtern.

Gel-Bonding

Das Gel-Bonding-Verfahren wird
bei der Weiterbearbeitung rahmen-
loser Displays ohne Metallrahmen
eingesetzt. Die Gelpads werden

Industrie-Display
Bonding

auf die GroRe der Displayober-
flache zugeschnitten und verbin-
det Glas oder Touchsensoren mit
dem TFT, was mit dem fllissighon-
ding Kleber nicht mdglich ware. Dia-
gonalen von 1,3 bis 14* und mobile
Applikationen mit runden Memory-
in-Pixel Displays sind damit eben-
falls realisierbar.

Hybrid-Bonding

Data Modul ist einer der wenigen
Anbieter dieses Verfahrens und ver-
wendet dazu eine spezialangefer-
tigte Maschine, die vollautomatisch
Touch, Glas und Display (hard-to-
hard) assembliert und verklebt. Die
finale Aushartung erfolgt im anhén-
genden Autoklav. Hybrid-Bonding
ist eine weiterentwickelte Mischung
aus LOCA- und OCA-Verfahren.
Mit dem Hybrid-Bonding Verfahren
werden die Vorteile von LOCA und
OCA kombiniert und sogar poten-
ziert. Damit eignet sich dieses Ver-
fahren besonders fiir hochvolumige
Projekte. <«
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